GAP-FILLER

SILIKON GAP-FILLER /PUTTY TGL-X-SI

dispensierbar

TGL-X-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger, hochviskoser und dispensierbarer Form-
in-Place Gap-Filler mit dem sich gute thermische Anbindungen tber grof3e Spaltmafe, z.B. durch
Hohenunterschiede elektronischer Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Der fertige
Compound erfordert keinen zusatzlichen Vernetzungsprozess. Durch die Formulierung und Fiillung des | "
Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfahigkeit. Bei Aufbringung des e |‘

dispensierbaren, viskoplastischen Materials wird ein optimaler thermischer Kontakt ohne Druckauf-

bringung erzielt. Durch seinen Einsatz wird der thermische Gesamtibergangswiderstand minimiert.

EIGENSCHAFTEN
| Dispensierbar

LIEFERFORMEN

| Kartuschen 50 ml, 300 ml, 5 kg

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.

HALA &

| Fast drucklose Aufbringung i Auf Anfrage | SMD Bauteilen
durch Viskoplastizitat 1 Through-hole Vias
| Warmeleitfahigkeit: 6,5 W/mK | RDRAM Speicherbausteine
| Kein zusatzlicher | Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
Vernetzungsprozess z.B. in Automotiveanwendungen / Note-
books / Medizintechnik / Industriecomputer
/ 5G Telekommunikationsausristung

EIGENSCHAFT EINHEIT TGL-X-SI

MATERIAL Keramik gefiillter
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THERMISCH

Betriebstemperaturbereich

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: " ISO 9048, 2 50 cc/14#@ 0.42 MPa, *ASTM D 5470, “ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Stand 07/2023

Technisches Datenblatt

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produkteignung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte
Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchfiihrung eigener Priifungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen auBerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Anderungen der Angaben bleiben vorbehalten.
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